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(54) Bezeichnung: Computerimplementierte entwurfsbasierte Inspektion unter Verwendung wiederholender
Strukturen

(57) Hauptanspruch: Ein computerimplementiertes Verfah-
ren zur Inspektion eines Wafers, umfassend:
• Identifizieren mehrerer Instanzen von Strukturen in einem
Entwurf für einen Wafer, wobei die Strukturen die gleichen
oder im Wesentlichen die gleichen geometrischen Eigen-
schaften besitzen, wobei jede der in den mehreren Instanzen
beinhalteten Strukturen eine einzige zusammenhängende
Struktur beinhaltet, und wobei das Identifizieren unter Ver-
wendung von Entwurfsdaten für den Entwurf durchgeführt
wird;
• Vergleichen der Ausgabe eines Inspektionssystems für
zwei oder mehr der auf dem Wafer ausgebildeten mehre-
ren Instanzen der einzigen zusammenhängenden Struktu-
ren untereinander, wobei die zwei oder mehr der mehreren
Instanzen in dem gleichen Die auf dem Wafer angeordnet
sind; und
• Erfassen von Defekten auf dem Wafer basierend auf
den Ergebnissen des Vergleichs, wobei das Identifizieren,
das Vergleichen und das Erfassen unter Verwendung eines
Computersystems durchgeführt werden.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf
Systeme und Verfahren für eine Entwurf-basierte In-
spektion von Wafern unter Verwendung von sich wie-
derholenden Strukturen.

BESCHREIBUNG RELEVANTER TECHNOLOGIE

[0002] Inspektionsverfahren (Prüfverfahren) werden
in verschiedenen Produktionsschritten eines Halblei-
terproduktionsprozesses eingesetzt, um Defekte auf
Wafern zu erfassen, um so die Ausbeute bei der
Herstellung zu erhöhen und damit höhere Gewinne
zu erzielen. Die Inspektion ist seit jeher ein wichti-
ger Bestandteil bei der Herstellung von Halbleiter-
bauelementen. Da die Dimensionen von Halbleiter-
bauelementen immer kleiner werden, gewinnt die In-
spektion jedoch stetig an Bedeutung für die erfolg-
reiche Herstellung von Halbleiterbauelementen ak-
zeptabler Qualität, da entsprechend kleinere Defekte
die Fehlfunktion des Halbleiterbauelements bewirken
können.

[0003] Inspektionsverfahren können durch verschie-
dene Quellen des Rauschens auf den Wafer be-
schränkt sein. Zum Beispiel ist ein bekanntes Inspek-
tionsverfahren der Die-zu-Die Vergleich Dabei wird
eine Ausgabe (bspw. Ausgangsdaten, Prüf-/Messer-
gebnisse) eines Inspektionssystems verglichen, die
für korrespondierende Positionen in verschiedenen
auf einem Wafer ausgebildeten Dies erzeugt wurden.
Auf diese Weise ist die für ähnliche Strukturen er-
zeugte Ausgabe auf mehrere Dies vergleichbar und
die Ergebnisse des Vergleichs können verwendet
werden, um Defekte in diesen Strukturen zu detek-
tieren. Da der Produktionsprozess entlang der Wafe-
roberfläche Abweichungen aufweist, können einan-
der entsprechende Positionen in verschiedenen Dies
unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, wie bei-
spielsweise hinsichtlich der Schichtdicke und Farb-
variationen. Diese Abweichungen zwischen den Dies
stellen zwar keine wirklichen Defekte dar, können je-
doch in den Die-zu-Die-Vergleich fälschlicherweise
als Fehler identifiziert werden. Diesen Abweichungen
zwischen verschiedenen Dies kann durch eine Erhö-
hung der Schwellenwerte zur Detektion von Defek-
ten begegnet werden. Allerdings führt die Erhöhung
der Schwellenwerte offensichtlich dazu, dass die Er-
kennung kleinster Defekte auf den Wafern nicht mehr
möglich ist.

[0004] Die US-Patentanmeldung
US 2003/0228050 A1 beschreibt ein Verfahren zur
Inspektion einer strukturierten Oberfläche. Referenz-
daten für Strukturen werden verwendet, um Berei-
che zu identifizieren, von denen angenommen wer-
den kann, dass sie gleichartige Bilder erzeugen. Ein

Bild-zu-Bild-Vergleich dieser Bereiche dient zur Iden-
tifizierung von Defekten.

[0005] Einige Inspektionsverfahren und/oder In-
spektionssysteme erkennen Fehler durch Verglei-
chen der Ausgabe für mehrere Stellen bzw. Positio-
nen in einem einzigen Die. Generell gibt es zwei Arten
von Methoden bzw. Verfahren, die dieses Konzept in
aktuellen Inspektionssystemen nutzen. Ihre Anwend-
barkeit ist jedoch eingeschränkt; zum Beispiel kann
für Array-Bereiche wie SRAM oder DRAM Bereiche
eines Dies in Kenntnis der Zellgröße in dem Array ei-
ne Zelle-zu-Zelle-Inspektion mit dem Gerät zur Wa-
ferinspektion) durchgeführt werden. Es gibt auch ei-
nige bekannte Systeme, die den Bilderstrom während
der Inspektion analysieren und durch Ausführen ei-
ner Autokorrelationsanalyse nach sich wiederholen-
den Strukturen und periodischen Mustern suchen. Al-
lerdings sind diese beiden Verfahren auf Layouts be-
schränkt, die eine gewisse Periodizität (z.B. in x-Rich-
tung) mit einer bestimmten Periode haben.

[0006] Dementsprechend wäre es von Vorteil, In-
spektionssysteme und/oder Inspektionsverfahren zu
entwickeln, die nicht einem oder mehreren der oben
beschriebenen Nachteile unterliegen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Eine Ausführungsform der Erfindung betrifft
ein Computer-implementiertes Verfahren zur Inspek-
tion eines Wafers. Das Verfahren umfasst ein Iden-
tifizieren mehrerer Instanzen von Strukturen in ei-
nem Entwurf (bzw. Design, Konstruktionsplan oder
Schaltplan) für einen Wafer. Die Strukturen weisen
dabei die gleichen oder im Wesentlichen gleichen
geometrischen Eigenschaften auf. Die Identifikation
der mehreren Instanzen erfolgt unter Verwendung
von Entwurfs- bzw. Konstruktionsdaten für den Ent-
wurf. Das Verfahren umfasst auch ein Vergleichen
(bzw. Abgleichen) der Ausgabe (bspw. Ausgangsda-
ten, Prüf-/Messergebnisse eines Inspektionssystems
für zwei oder mehr der auf dem Wafer ausgebildeten
mehreren Instanzen. Die zwei oder mehr der meh-
reren Instanzen sind dabei im gleichen Die des Wa-
fers angeordnet. Darüber hinaus umfasst das Verfah-
ren ein Erfassen (bzw. Detektieren) von Defekten auf
dem Wafer basierend auf Ergebnissen des Ab- oder
Vergleichs. Die Schritte des Identifizierens, Verglei-
chens und Erfassens werden unter Verwendung ei-
nes Computersystems durchgeführt.

[0008] Des Weiteren kann jeder der Schritte des
oben beschriebenen Verfahrens so wie hierin be-
schrieben ausgestaltet werden. Ferner kann jeder der
Schritte des Verfahrens unter Verwendung jedes hier
beschriebenen Systems (bzw. Anlage oder Vorrich-
tung) oder Systemen durchgeführt werden. Darüber
hinaus kann das Verfahren jeden der hier beschrie-
benen Schritte bzw. Schrittkombinationen umfassen.
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[0009] Eine andere Ausführungsform der Erfindung
bezieht sich auf ein nichtvorübergehendes (nicht-
flüchtiges), computerlesbares Medium, das Pro-
grammanweisungen speichert, die auf einem Com-
putersystem ausführbar sind, um ein computerim-
plementiertes Verfahren zur Inspektion eines Wa-
fers auszuführen. Das gemäß den Programmanwei-
sungen ausführbare Computerimplementierte Ver-
fahren umfasst die Schritte des oben beschriebenen
Computer-implementierten Verfahrens. Das Compu-
ter-lesbare Medium kann weiter so ausgestaltet sein
wie hierin beschrieben.

[0010] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
betrifft ein System, das zur Inspektion eines Wafers
konfiguriert ist. Das System umfasst ein Inspektions-
subsystem, das zur Erzeugung einer Ausgabe für ei-
nen Wafer konfiguriert ist. Das System umfasst auch
ein Computer-Subsystem, das zum Durchführen der
Schritte des oben beschriebenen Computer-imple-
mentierten Verfahrens konfiguriert. Das System kann
weiterhin so wie hierin beschrieben konfiguriert sein.

Figurenliste

[0011] Weitere Aufgaben und Vorteile der Erfindung
werden beim Lesen der folgenden detaillierten Be-
schreibung und unter Bezugnahme auf die beigefüg-
ten Zeichnungen ersichtlich:

Fig. 1 zeigt ein schematisches Diagramm einer
Ausführungsform einer Zell-I nstanziierungsana-
lyse;

Fig. 2 zeigt ein schematisches Diagramm zur Il-
lustration eines Beispiels ähnlicher Strukturen,
die offensichtlich aus einer geplanten Entwurfs-
schicht hervorgehen;

Fig. 3 zeigt mittels eines schematischen Dia-
gramms anhand einer Ausführungsform, wie ein
iterativer Algorithmus sich wiederholende Geo-
metrien einordnen und erkennen kann;

Fig. 4 zeigt ein Blockdiagramm einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen nicht-flüchti-
gen Computer-lesbaren Mediums; und

Fig. 5 zeigt ein Blockdiagramm einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Systems.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0012] Die nachfolgend beschriebenen Zeichnun-
gen sind nicht maßstabsgetreu gezeichnet. Insbe-
sondere sind die Maße einiger Elemente in den
Zeichnungen stark übertrieben, um ihre Eigenschaf-
ten zu betonen. Es wird auch darauf hingewiesen,
dass die Zeichnungen untereinander nicht im sel-
ben Maßstab gezeichnet sind. Elemente, die in mehr
als einer Zeichnung gezeigt werden und in ähnlicher

Weise ausgebildet sein können, werden mit gleichen
Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0013] Nachfolgend werden verschiedene Ausfüh-
rungsformen für die Entwurfs- bzw. Design-basier-
te Inspektion unter Verwendung sich wiederholender
Strukturen beschrieben. Eine Ausführungsform be-
trifft ein Computer-implementiertes Verfahren zur In-
spektion eines Wafers. Das Verfahren umfasst ein
Identifizieren mehrerer Instanzen von Strukturen in
einem Entwurf bzw. Design eines Wafers. Die Struk-
turen weisen gleiche oder im Wesentlichen gleiche
geometrische Eigenschaften auf. Der Begriff „geo-
metrische Eigenschaften “, wie er hier verwendet
wird, bezeichnet alle geometrischen Eigenschaften
der Struktur, die für die Geometrie der Struktur re-
levant sein können. Deshalb können die „geometri-
schen Eigenschaften“ Eigenschaften wie Breite, Hö-
he, Seitenprofil, Form der Struktur, zweidimensiona-
le Form, dreidimensionale Form und dergleichen um-
fassen. Daher wären Strukturen gleicher geometri-
scher Eigenschaften z.B. gleich bezüglich der Breite,
der Höhe, des Seitenprofils, der Form der Struktur,
der zweidimensionalen Form, der dreidimensiona-
len Form und dergleichen. Der Begriff „im Wesentli-
chen die gleichen geometrischen Eigenschaften“ be-
zieht sich auf geometrische Merkmale, deren Unter-
schiede für die hier beschriebenen Verfahren unter-
halb der Nachweisschwelle von Defekten liegen. Dar-
über hinaus kann für jede geometrische Eigenschaft
das mögliche Ausmaß von Abweichungen, unterhalb
dessen die betreffende geometrische Eigenschaft als
noch im Wesentlichen gleich gilt, variieren. Zum Bei-
spiel kann eine geometrische Eigenschaft mit Abwei-
chungen von bis zu etwa 1% als im Wesentlichen
gleich gelten, wohingegen eine andere geometrische
Eigenschaft sogar mit bis zu etwa 5% Abweichung
als im Wesentlichen gleich gilt.

[0014] Eine „Struktur“ im Sinne der Erfindung ist eine
Struktur mit einem Muster, wobei die Struktur auf ei-
nem Wafer ausgebildet ist. Mit anderen Worten sind
die hier beschriebenen „Strukturen“ keine bloßen auf
einem Wafer ausgebildeten Schichten auf einem Wa-
fer. Ferner bezeichnet eine „Struktur“ im Sinne der
Erfindung eine einzige zusammenhängende Struk-
tur. Eine „Struktur“ im Sinne der Erfindung bezeich-
net also keine Gesamtheit aus einzelnen individuel-
len Strukturen, wie beispielsweise eine Reihe bzw.
Anordnung von Linien, eine Reihe bzw. Anordnung
von Kontakten oder jedem anderen Satz diskreter
Strukturen. Gemäß der hier getroffenen Begriffsdefi-
nition gilt stattdessen jede der Leitungen, jeder der
Kontakte oder jede der diskreten Strukturen, die in ei-
nem Satz enthalten sind, als eine Struktur.

[0015] Das Identifizieren der mehreren Instanzen er-
folgt über Entwurfs- bzw. Konstruktionsdaten für den
Entwurf. Zum Beispiel können die hier beschriebenen
Ausführungsformen die Ausgestaltung eines Entwur-
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fes für eine Halbleiterschicht verwenden, um „ähnli-
che“ Strukturen in relativ enger Nachbarschaft zuein-
ander in einem Die Layout zu bestimmen, so dass
während der Inspektion diese ähnlichen Strukturen
miteinander verglichen und „Ausreißer“ als Defekte
markiert werden können. Dem unterliegt die grund-
legende Annahme, dass solche Defektstellen einen
im Wesentlichen kleinen Bruchteil aller solcher ähn-
licher Strukturen ausmachen. In einer Ausführungs-
form beruht das Identifizieren der mehreren Struktu-
ren nicht auf einer für einen Wafer erzeugten Aus-
gabe eines Inspektionssystems. Stattdessen können,
wie vorangegangen beschrieben, die sich wiederho-
lenden Strukturen unter Verwendung der Entwurfs-
daten und in manchen Fällen unter ausschließlicher
Verwendung der Entwurfsdaten identifiziert werden.
Die Entwurfsdaten dürfen keine Daten oder Infor-
mationen enthalten oder sein, die durch Verwen-
dung eines physikalischen Wafers erworben wurden.
Mit anderen Worten sind Entwurfsdaten keine Aus-
gabe, die durch Scannen eines physikalischen Wa-
fers erzeugt wird, und auch keine aus einer solchen
Ausgabe abgeleiteten Daten oder Informationen. Da
die sich wiederholenden Strukturen in den hier be-
schriebenen Ausführungsformen durch Analysen der
Entwurfsdaten identifiziert werden, wird kein Bildrau-
schen („image noise“) in den Algorithmus eingeführt.
Die hier beschriebenen Ausführungsformen nutzen
die Fähigkeit mancher bildgebenden Computersys-
teme, eine große Menge von Daten über einen Die
hinweg in einem Bildpufferspeicher einzulesen. Man
kann die hier beschriebenen Ausführungsformen da-
zu verwenden, um alle Positionen von bestimmten
Gruppen von Geometrien in diesem Bildpufferspei-
cher zu bestimmen.

[0016] Mehrere Techniken können verwendet wer-
den, um sich wiederholende Strukturen im Entwurf
zu finden. Zum Beispiel wird gemäß einer Ausfüh-
rungsform das Identifizieren der mehreren Struktu-
ren ohne Berücksichtigung bzw. Verwendung ihrer
Periodizität durchgeführt. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform kommen die mehreren Instanzen im Ent-
wurf ohne Periodizität vor. Zum Beispiel können die
hier beschriebenen Ausführungsformen nach ähnli-
chen Mustern suchen, auch wenn sie nicht periodisch
sind.

[0017] In einigen Ausführungsformen basiert das
Identifizieren der mehreren Strukturen nicht auf der
Zellgröße im Entwurf. Anders als bei einigen zur
Array-Inspektion gebräuchlichen Verfahren, können
Verfahren gemäß der hier beschriebenen Ausfüh-
rungsformen unabhängig von der Zellgröße sein.
Zum Beispiel wird in einigen derzeit gebräuchlichen
Verfahren zur Inspektion von Array-Bereichen, wie
SRAM- oder DRAM-Bereichen eines Dies, durch
Kenntnis der Zellgröße innerhalb eines Arrays ein
Zelle-zu-Zelle-Vergleich oder Inspektion mit Geräten
zur Waferinspektion durchgeführt. Allerdings ist das

Einsatzgebiet dieser Verfahren auf Layouts mit Peri-
odizität (z. B. in x-Richtung oder Scan-Richtung) mit
einer bestimmten Periodenlänge beschränkt. Im Ge-
gensatz dazu können die hier beschriebenen Aus-
führungsformen die sich wiederholenden Natur be-
stimmter Strukturen innerhalb des Entwurfes, unab-
hängig von Zellgröße, Periodizität, Frequenz und jed-
weder anderen Eigenschaft der Zellen, nutzen. Mithin
sind die hier beschriebenen Ausführungsformen viel
flexibler einsetzbar bezüglich der Arten von Struktu-
ren, die als sich wiederholende Strukturen verwendet
werden, der Algorithmen, die verwendet werden, um
Defekte in diesen sich wiederholenden Strukturen zu
detektieren, und der Art, Defekte in verschiedenen
sich wiederholenden Strukturen zu klassifizieren.

[0018] In einigen Ausführungsformen umfasst jede
der mehreren Instanzen nur eine Struktur in dem Ent-
wurf. Beispielsweise könnte jede sich wiederholende
Struktur selbst identifiziert und als eine einzelne In-
stanz der Struktur verwendet werden. Auf diese Wei-
se kann zum Zwecke der Defekterkennung die Aus-
gabe für eine sich wiederholende Struktur als Ver-
gleichsbasis für die Ausgabe für mindestens eine an-
dere der gleichen oder im Wesentlichen gleichen sich
wiederholenden Struktur verwendet werden.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
jede der mehreren Instanzen mehrere Strukturen im
Entwurf. Zum Beispiel kann das Verfahren Gruppen
von Geometrien finden, die an verschiedenen Stel-
len im Layout auftreten. Die Gruppen von Geome-
trien müssen nicht mit fester Periodizität auftreten.
Solche Gruppen von Geometrien können identifiziert
werden, wie nachfolgend beschrieben wird.

[0020] In einem Ausführungsbeispiel umfasst das
Identifizieren der mehreren Instanzen das Identifizie-
ren mehrerer Instanzen derselben Entwurfszelle im
Entwurf unter Verwendung einer Entwurfslayouthier-
archie für den Entwurf. Auf diese Weise kann das
Identifizieren der mehreren Instanzen eine Analyse
der Zellinstanziierung umfassen. Zum Beispiel wird
in diesem Verfahren die Entwurfslayouthierarchie un-
tersucht und Instanzen der gleichen Entwurfszelle im
Layout identifiziert. Insbesondere kann das Verfah-
ren, wie in Fig. 1 gezeigt, Referenzzellen 100 (z. B.
Zelle A, Zelle B, Zelle C, usw.) im Entwurf vorse-
hen. Das Verfahren kann auch die Verwendung der
Entwurfshierarchie mit Referenzzellen (Instanziierun-
gen) 110 zur Suche nach den verschiedenen Zellen
(z. B. Zelle A, Zelle B, etc.) in Entwurfsdaten für einen
Die 120 umfassen. Es kann angenommen werden,
dass diese Bereiche auf dem gescannten Die ähnlich
aussehen.

[0021] In manchen Ausführungsformen umfasst das
Identifizieren der mehreren Instanzen das Durchsu-
chen der Entwurfsdaten nach allen Instanzen eines
zu untersuchenden bekannten Musters, indem ein
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Polygon-Vergleichsverfahren für die Strukturen mit
den zu untersuchenden bekannten Mustern gegen
die Strukturen in den Entwurfsdaten durchgeführt
wird. Wenn zum Beispiel ein zu untersuchendes Mus-
ter („pattern of interest“, auch „POI“ abgekürzt) a prio-
ri bekannt ist, so kann der Entwurf nach allen Stel-
len bzw. Positionen mit dem gleichen Muster durch-
sucht werden, indem ein Polygon-Vergleichsverfah-
ren für die Bilder, die den POI ausmachen, durchge-
führt wird.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform kann das
Identifizieren der mehreren Instanzen eine Fourier-
Analyse des Entwurfs enthalten. Zum Beispiel kann
die Fourieranalyse des Entwurfs entweder während
des Renderns des Entwurfs oder während der Ana-
lyse seiner polygonalen Darstellung und der Suche
nach Periodizitäten in der x-(Vergleichs-)Richtung
durchgeführt werden.

[0023] In einer Ausführungsform wird das Identifizie-
ren der mehreren Instanzen unter Verwendung ei-
ner geplanten Entwurfsschicht für die Entwurfsdaten
durchgeführt. Zum Beispiel können bestimmte, ähn-
liche Strukturen offensichtlich aus der geplanten Ent-
wurfsschicht hervorgehen. In einem solchen Beispiel
gilt eine Leiterbahn oder eine Kontaktschicht ein-
fach als eine Menge von identischen kleinen Struk-
turen. Abgesehen von der Lage des Zentrums und
den Abmessungen einer jeden Leiterbahn oder ei-
ner jeden Kontaktschicht ist keine weitere Verarbei-
tung erforderlich, um „Ähnlichkeit“ zu ermitteln. In
einem bestimmten Beispiel, wie in Fig. 2 gezeigt,
kann eine Schicht die Metallschicht mit Leiterbahnen
200 sein, und die entsprechende Leiterbahnentwurfs-
schicht 210 kann verwendet werden, um die mittlere
Lage des Zentrums und Abmessungen einer jeden
Leiterbahn bzw. eines jeden Kontakts zu identifizie-
ren.

[0024] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
das Identifizieren der mehreren Instanzen das Ana-
lysieren eines Entwurfslayouts für die Entwurfsdaten
auf einer polygonalen Ebene, um die mehreren In-
stanzen der Strukturen zu identifizieren. Auf diese
Weise kann das Entwurflayout auf polygonaler Ebene
analysiert werden, um ähnliche Ansammlungen von
benachbarten Geometrien zu finden, die sich an meh-
reren Stellen im Entwurf wiederholen können. Die-
se können einer „Care-Bereich Gruppe“ bzw. „Grup-
pe von wichtigen Bereichen“ zugeordnet und als sol-
che markiert werden und können dann miteinander
innerhalb eines einzelnen Dies - anstelle eines Die-
zu-Die-Vergleichs - verglichen werden. Ein Beispiel
für einen Algorithmus, der dazu verwendet werden
kann, sich wiederholende Strukturen zu finden, ist in
der Publikation von Gu et al. „Lossless compression
algorithms for hierarchical IC layouts,“IEEE Transac-
tions on Semiconductor Manufacturing“, Vol. 21, Nr.
2, Mai 2008, beschrieben, die durch Bezugnahme so

eingeschlossen ist, als ob sie hierin vollständig dar-
gelegt und offenbart sei. Obwohl der in dieser Publi-
kation beschriebene Algorithmus zur Komprimierung
der Entwurfsdarstellung verwendet wird, so kann die-
ser oder ein ähnlicher Algorithmus dazu verwendet
werden, um sich wiederholende Strukturen zu Ver-
gleichszwecken während der Inspektion zu identifi-
zieren.

[0025] In einigen Ausführungsformen wird das Iden-
tifizieren der mehreren Instanzen durch Identifizieren
einer ersten Struktur in den Entwurfsdaten durchge-
führt. Die erste Struktur kann in den mehreren Instan-
zen enthalten sein. Dann kann das iterative Durchsu-
chen der Entwurfsdaten nach anderen Strukturen, die
auch in den mehreren Instanzen der ersten Struktur
aufgenommen sein können, erfolgen. Zum Beispiel
zeigt Fig. 3, die aus der oben genannten Publikation
entnommen wurde, wie ein iterativer Algorithmus sich
wiederholende Geometrien einordnet und detektiert.
Insbesondere zeigt Fig. 3 ein Beispiel für die Detek-
tion einer intrazellularen Subzelle, wobei (a) die 0-te
Iteration, (b) die erste Iteration, (c) die zweite Iterati-
on und (d) das Endergebnis zeigen. In diesem Bei-
spiel, wie anhand der 0-ten Iteration gezeigt ist, kann
der Algorithmus die Zelle nach einer einzelnen aus-
gewählten Struktur durchsuchen und 5 Instanzen die-
ser einzelnen Struktur innerhalb der Zelle finden. Je-
de der 5 Instanzen hat die gleichen geometrischen
Eigenschaften (z.B. Form, Abmessungen und Orien-
tierung) in der Zelle. Der Algorithmus kann dann die
Subzelle als SC(0) definieren, wie in Fig. 3 darge-
stellt. Von dieser Subzelle SC(0) werden 5 Instanzen
gefunden, von denen jede beispielhaft eine Instanz
der Struktur mit etwas umgebenden Abstand um die
Struktur umfasst.

[0026] In der nächsten Iteration sucht der Algorith-
mus die Zelle nach Instanzen anderer Strukturen ab,
die in der Nähe mehr als einer Instanz der in der Sub-
zelle SC(0) enthaltenen ersten Struktur liegen (d.h.
andere Strukturen mit gleichen geometrischen Eigen-
schaften und mit Wiederholungen der ersten Struk-
tur). Zum Beispiel kann der Algorithmus, wie in Fig. 3
gezeigt, die Zelle wieder durchsuchen und zwei ande-
re Strukturen identifizieren, die sich in der Nähe von
mehr als einer Instanz der ersten „L“-förmigen Struk-
tur befinden. Die beiden anderen identifizierten Struk-
turen haben gleiche geometrische Eigenschaften ge-
mein (z.B. die gleiche Form und die gleiche räumliche
Beziehung bezüglich der ersten Struktur). Der Algo-
rithmus kann dann die in Fig. 3 als SC (1) gezeigte
Subzelle definieren. Davon wurden 4 Instanzen ge-
funden, die jeweils eine Instanz von 3 unterschiedli-
chen Strukturen mit etwas die Strukturen umgeben-
dem Abstand umfassen.

[0027] Der Algorithmus kann eine beliebige zusätz-
liche Anzahl von Iterationen ausführen. Zum Beispiel
kann der Algorithmus, wie in Fig. 3 gezeigt, die Zel-
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le nochmals durchsuchen und eine andere Struktur
identifizieren, die sich in der Nähe mehr als einer
Instanz der ersten „L“-förmige Struktur befindet. Je-
de Instanz dieser anderen identifizierten Struktur hat
die gleichen geometrischen Eigenschaften (z.B. die
gleiche Form und die gleiche räumliche Beziehung
mit Bezug auf die erste Struktur). Der Algorithmus
kann dann diese Subzelle als SC(2) definieren, wie
in Fig. 3 dargestellt, davon wurden vier Instanzen ge-
funden, die jeweils eine Instanz von vier verschiede-
nen Strukturen mit etwas Raum um diese herum um-
fassen. Wie auch in diesem Beispiel gezeigt, kann
der Algorithmus die Zelle im Raum um eine der Sub-
zellen absuchen und eine andere Struktur identifizie-
ren, die in der Nähe der ersten Struktur liegt. Hinge-
gen wurden bei der Durchsuchung der anderen Sub-
zellen in den entsprechenden Bereichen, in denen die
zusätzliche Struktur in erster Instanz gefunden wur-
de, diese anderen Strukturen nicht gefunden. Es gibt
also nur eine Instanz der Struktur, die nicht wieder-
holt wird. Daher ist diese eine andere Struktur nicht
in den Ergebnissen für die Subzelle (d.h. SC(2)) ent-
halten, und diese Subzelle ist ihrerseits nicht in den
Ergebnissen enthalten (z.B. ist sie keine wiederkeh-
rende Subzelle). Daher definiert, wie im Endergebnis
gezeigt, die Subzelle SC(2) jede der mehreren (hier
vier) Instanzen der wiederkehrenden Strukturen.

[0028] In einer anderen Ausführungsform umfassen
die mehreren Instanzen mindestens drei Instanzen
der Strukturen. Beispielsweise können verschiedene
Inspektionsverfahren eine unterschiedliche minimale
Anzahl von Wiederholungen einer Struktur erfordern.
In einem Die-zu-Die-Vergleich wird beispielsweise
ein Defekt-Schiedsverfahren durch den Vergleich mit
drei benachbarten Die-Orten vermittels zweier Ver-
gleiche je eines Die-Paares durchgeführt, wobei je-
dem Vergleich ein Ausrichtungs-/Interpolationsschritt
vorausgeht,. Beim diesem Ausrichtungs-/Interpolati-
onsschritt werden die Pixel mit Sub-Pixel-Genauig-
keit (typischerweise weniger als 0,05 Pixel) ausge-
richtet. Das Verfahren vollführt zu einem gegebenen
Zeitpunkt Interpolationen in einem Unterrahmen (256
Pixel x 256 Pixel) mit Hellfeld (BF)-Elementen. Der
Offset in der Ausrichtung (delta x, delta y) wird dabei
durch ein Echtzeit-Ausrichtungssystem (Real Time
Alignment (RTA)-System) bereitgestellt. Man könnte
daher argumentieren, dass die minimal erforderliche
Anzahl von Wiederholungen einer Struktur zur Iden-
tifikation einer Defektstelle drei ist. Um ein ähnliches
Defekt-Schiedsverfahren mit den hierin beschriebe-
nen mehreren Instanzen auszuführen, würden daher
mindestens drei Instanzen der Strukturen benötigt
werden. Allerdings erlaubt ein häufigeres Vorkom-
men der Struktur innerhalb eines Bildfeldes die Nut-
zung von statistischen Methoden, um Ausreißer in ei-
ner zuverlässigen Art und Weise zu kennzeichnen.
Zum Beispiel umfassen in einer Ausführungsform die
mehreren Instanzen alle Instanzen der Strukturen in
den Entwurfsdaten.

[0029] Das Verfahren beinhaltet auch den Vergleich
der Ausgaben eines Inspektionssystems untereinan-
der, die für zwei oder mehr der mehreren Instan-
zen auf Wafer erzeugt worden ist. Die zwei oder
mehr der mehreren Instanzen befinden sich inner-
halb des gleichen Dies auf dem Wafer. Auf diese Wei-
se können die hier beschriebenen Ausführungsfor-
men die Die-zu-Die-Verfahren mit Zufallsmodus zur
Defektidentifikation umgehen und in gewisser Wei-
se den Array-Modus von einem Identifikationsalgo-
rithmus imitieren. Der Vorteil der hier beschriebenen
Ausführungsformen gegenüber dem Die-zu-Die-Zu-
fallsmodus ist, dass die Die-zu-Die-Störquellen eli-
miniert werden und gegebenenfalls die Detektions-
schwelle gesenkt werden kann, wodurch Inspektion
empfindlicher wird.

[0030] In einer Ausführungsform umfasst das Ver-
fahren vor dem Schritt des Vergleichens die Inter-
polation der mehreren Instanzen der Strukturen auf
ein gemeinsames Pixelraster. Zum Beispiel können
alle Vorkommen der Struktur auf ein gemeinsames
Pixelraster interpoliert werden, bevor die Vergleiche
durchgeführt werden (dabei werden Graustufenwer-
te von ihren entsprechenden Pixelpositionen differen-
ziert). Natürlich stellen Interpolationsfehler eine Quel-
le für Rauschlen dar. Für ein richtig abgerastertes Bild
ist diese Rauschquelle jedoch viel kleiner als das Die-
zu-Die-Rauschen, insbesondere in Elektronenstrahl-
basierten Inspektionssystemen.

[0031] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
das Verfahren bei der Inspektion und vor dem Schritt
des Vergleichens das Ausrichten der Ausgabe, die
für die zwei oder mehr der mehreren Instanzen in
entsprechenden Pixelströmen der Ausgabe erzeugt
worden ist. Zum Beispiel beruhen die hier beschrie-
benen Ausführungsformen auf der Annahme, dass
während der Inspektion ähnliche Bereiche (detektiert
durch Analyse des Entwurfs) genau an dem korre-
spondierenden Pixel-Strom ausgerichtet werden kön-
nen.

[0032] Das Verfahren umfasst ferner das Detektie-
ren von Defekten auf dem Wafer basierend auf den
Ergebnissen des Vergleichs. Beispielsweise kann
die Detektion der Defekte die Anwendung eines ge-
wissen Schwellwertes auf die Ergebnisse des Ver-
gleichsschritts umfassen und kann des Weiteren jede
Ausgabe über dem Schwellenwert als Entsprechung
eines Defekts identifizieren. Der Schwellwert kann je-
den geeigneten und aus dem Stand der Technik be-
kannten Schwellwert umfassen.

[0033] Die Schritte des Identifizieren, des Verglei-
chens und des Erfassens werden unter Verwendung
eines Computersystems durchgeführt. Das Compu-
tersystem kann des Weiteren so wie hier beschrieben
konfiguriert sein.
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[0034] Die hier beschriebenen Ausführungsformen
weisen eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen
Inspektionssystemen und Inspektionsverfahren auf.
Beispielsweise werden durch Vergleichen von zwei
Strukturen im gleichen Die - statt Die-zu-Die-Verglei-
chen, wie es zum Inspizieren logischer Bereichen ge-
tan wird - die Rauschquellen der Dies -untereinander,
wie z. B. Änderungen der Schichtdicke, des Fokus
etc. ausgeräumt. Ferner können die hier beschrie-
benen Ausführungsformen alle Wiederholungen ei-
ner bestimmten Gruppe von Geometrien innerhalb
eines Dies finden, während die derzeit gebräuchli-
chen Verfahren nach Periodizitäten (in Abtast-(und
Vergleichs-) Richtung) suchen. Somit sind die hier
beschriebenen Ausführungsformen allgemeiner als
die derzeitigen Verfahren. Weiterhin verwenden die
hier beschriebenen Ausführungsformen Entwurfsda-
ten anstatt zu versuchen, anhand vom Waferbild ab-
zuleiten, wo sich die wiederholenden Strukturen be-
finden. Die Verwendung des Entwurfes hat den Vor-
teil, dass der Entwurf die (beabsichtigte) ideale Dar-
stellung eines Waferbildes darstellt, die durch Quel-
len von Bildrauschen im Bildaufnahmesystem unver-
fälscht ist.

[0035] Alle hier beschriebenen Verfahren können
die Speicherung von Ergebnissen von einem oder
mehreren Verfahrensschritten in einem Speicherme-
dium beinhalten. Diese Ergebnisse können beliebi-
ge der hier beschriebenen Ergebnisse beinhalten und
sie können auf beliebige aus dem Stand der Tech-
nik bekannte Weise gespeichert werden. Das Spei-
chermedium kann irgendeinen geeignetes und Com-
puter-lesbares Speichermedium sein, das aus dem
der Technik bekannt ist. Nach ihrer Speicherung kön-
nen die Ergebnisse im Speichermedium abgerufen
werden und durch eines der Verfahren oder eines
der Systeme gemäß der hier beschriebenen Ausfüh-
rungsformen verwendet werden, zur Anzeige für ei-
nen Benutzer formatiert werden, von einem anderen
Software-Modul oder einer anderen Verfahren ver-
wendet werden etc. Darüber hinaus können die Er-
gebnisse „dauerhaft“, „semipermanent“, flüchtig oder
für einen gewissen Zeitraum gespeichert werden.

[0036] Fig. 4 veranschaulicht eine Ausführungsform
von nicht-flüchtigen Computerlesbares Medium 400,
welches auf dem Computersystem 404 zum Durch-
führen eines Computer-implementierten Verfahrens
zur Inspektion eines Wafers ausführbare Programm-
anweisungen 402 speichert. Das Verfahren, für das
die Programmanweisungen 402 auf dem Computer-
system 404 ausführbar sind, das jeden Schritt bzw.
Schritte eines der beschriebenen Verfahren durch-
führen kann. In einigen Ausführungsformen kann das
Computersystem 404 ein Computersystem eines In-
spektionssystems sein, wie vorliegend beschrieben.
In einigen alternativen Ausführungsformen kann das
Computersystem mit dem Inspektionssystem durch
ein Netzwerk verbunden werden. In anderen Ausfüh-

rungsformen kann das Computersystem 404 jedoch
nicht in einem Prüfsystem enthalten oder damit ge-
koppelt sein. In manchen dieser Ausführungsformen
kann das Computersystem 404 als „Stand-alone“-
Computer konfiguriert werden. Das Computer-lesba-
re Medium 400, die Programmanweisungen 402 und
das Computersystem 404 können ferner wie hier be-
schrieben, konfiguriert bzw. ausgestaltet sein.

[0037] Programmanweisungen 402 zur Durchfüh-
rung von Verfahren, wie der beschrieben, können
auf einem Computer-lesbaren Medium 400 gespei-
chert werden. Das Computer-lesbare Medium kann
ein Speichermedium, wie beispielsweise ein lediglich
auslesbarer Festwertspeicher, ein Direktzugriffsspei-
cher (Random Access Memory (RAM)), eine magne-
tische oder optische Disk, ein Magnetband oder ein
anderes nicht-flüchtigen computerlesbaren Medium
sein.

[0038] Die Programmanweisungen können in einer
beliebigen von verschiedenen Arten implementiert
werden, unter anderem einschließlich von Verfah-
ren, Techniken, Komponenten-Techniken und/oder
objektorientierten Techniken. Zum Beispiel können
die Programmanweisungen je nach Anforderungen
unter Verwendung von ActiveX-Steuerelementen, C
++-Objekten, C#, Java Beans, Microsoft Foundation
Classes („MFC“), oder anderen Technologien oder
Verfahren implementiert werden.

[0039] Das Computersystem 404 kann ein beliebi-
ges geeignetes und aus dem Stand der Technik be-
kanntes Computersystem sein. Zum Beispiel kann
das Computersystem 404 verschiedene Formen an-
nehmen, darunter auch ein PC-System, ein Main-
frame-Computer-System, eine Workstation, ein Bild-
rechner, ein Parallel-Prozessor oder ein anderes aus
dem Stand der Technik bekanntes System sein. Im
Allgemeinen kann der Begriff „Computersystem“ breit
definiert werden, so dass er jede Vorrichtung mit ei-
nem oder mehreren Prozessoren, die Befehle von ei-
nem Speichermedium ausführt, umfasst.

[0040] Eine weitere Ausführungsform betrifft ein
System, das zur Waferinspektion ausgebildet ist.
Zum Beispiel umfasst das System, wie in Fig. 5 ge-
zeigt, ein Inspektionssubsystem 500, das konfigu-
riert ist, um eine Ausgabe für einen Wafer zu erzeu-
gen. Das Inspektionssubsystem kann jedes Inspek-
tionssubsystem eines jeden handelsüblichen Wafer-
inspektionssystems umfassen. Das Inspektionssub-
system kann auch zur Durchführung jedes geeig-
neten Inspektionsverfahrens wie Hellfeld-Inspektion,
Dunkelfeld-Inspektion, optische (Licht-basierte) In-
spektion, Elektronenstrahl-basierte Inspektion usw.
oder einer Kombination davon ausgelegt sein. Das
System umfasst auch ein Computer-Subsystem 502,
das zum Durchführen der Schritte des vorstehend be-
schriebenen Verfahren ausgebildet ist.
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[0041] Das Computer-Subsystem 502 kann weiter-
hin so konfiguriert sein, wie oben mit Bezug auf das
Computersystem 404 beschrieben. Das Computer-
Subsystem 502 und das System können ferner so wie
hier beschrieben konfiguriert sein.

Patentansprüche

1.  Ein computerimplementiertes Verfahren zur In-
spektion eines Wafers, umfassend:
• Identifizieren mehrerer Instanzen von Strukturen in
einem Entwurf für einen Wafer, wobei die Strukturen
die gleichen oder im Wesentlichen die gleichen geo-
metrischen Eigenschaften besitzen, wobei jede der in
den mehreren Instanzen beinhalteten Strukturen ei-
ne einzige zusammenhängende Struktur beinhaltet,
und wobei das Identifizieren unter Verwendung von
Entwurfsdaten für den Entwurf durchgeführt wird;
• Vergleichen der Ausgabe eines Inspektionssystems
für zwei oder mehr der auf dem Wafer ausgebildeten
mehreren Instanzen der einzigen zusammenhängen-
den Strukturen untereinander, wobei die zwei oder
mehr der mehreren Instanzen in dem gleichen Die auf
dem Wafer angeordnet sind; und
• Erfassen von Defekten auf dem Wafer basierend auf
den Ergebnissen des Vergleichs, wobei das Identifi-
zieren, das Vergleichen und das Erfassen unter Ver-
wendung eines Computersystems durchgeführt wer-
den.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Identifi-
zieren ferner ohne Berücksichtigung der Periodizität
der Strukturen durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Identifi-
zieren nicht unter Verwendung einer Ausgabe eines
Inspektionssystems, die für einen Wafer erzeugt wur-
de, durchgeführt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Identi-
fizieren nicht auf Grundlage der Zellgröße des Ent-
wurfs durchgeführt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die mehreren
Instanzen im Entwurf mit keinerlei Periodizität auftre-
ten.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei jede der meh-
reren Instanzen nur eine Struktur im Entwurf umfasst.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei jede der meh-
reren Instanzen mehrere Strukturen im Entwurf um-
fasst.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Identifi-
zieren das Identifizieren mehrerer Instanzen der glei-
chen Entwurfszelle im Entwurf unter Verwendung ei-
ner Hierarchie eines Entwurfslayouts für den Entwurf
umfasst.

9.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Iden-
tifizieren das Durchsuchen der Entwurfsdaten nach
allen Instanzen eines bekannten Musters von Inter-
esse umfasst, unter Verwendung eines Polygon-Ver-
gleichsverfahrens der Strukturen, aus denen das be-
kannte Muster von Interesse und die Strukturen in
den Entwurfsdaten bestehen.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Identifi-
zieren das Ausführen einer Fourier-Analyse der Ent-
wurfsdaten umfasst.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Identifi-
zieren ferner unter Verwendung einer geplanten Ent-
wurfsschicht für die Entwurfsdaten durchgeführt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Identifi-
zieren das Analysieren eines Entwurfslayouts für die
Entwurfsdaten auf einer polygonalen Ebene umfasst,
um die mehreren Instanzen der Strukturen zu identi-
fizieren.

13.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Identifi-
zieren durch ein Identifizieren einer ersten Struktur in
den Entwurfsdaten durchgeführt wird, die in den meh-
reren Instanzen enthalten sein kann, und dann ein ite-
ratives Durchsuchen der Entwurfsdaten nach ande-
ren Strukturen durchgeführt wird, die auch in den ver-
schiedenen Instanzen mit der ersten Struktur enthal-
ten sein können.

14.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die mehre-
ren Instanzen mindestens drei Instanzen der Struktu-
ren umfassen.

15.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die meh-
reren Instanzen alle Instanzen der Strukturen in den
Entwurfsdaten umfassen.

16.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei ferner vor
dem Vergleichen ein Interpolieren der mehreren In-
stanzen der Strukturen auf ein gemeinsames Pixel-
raster durchgeführt wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei ferner wäh-
rend der Inspektion und vor dem Vergleichen ein Aus-
richten der Ausgabe für die zwei oder mehr der meh-
reren Instanzen in entsprechenden Pixelströmen der
Ausgabe durchgeführt wird.

18.  Nichtflüchtiges, computerlesbares Medium, auf
dem Programmanweisungen gespeichert sind, die
auf einem Computersystem ausführbar sind, um ein
computerimplementiertes Verfahren zur Inspektion
eines Wafers auszuführen, wobei das computerim-
plementierte Verfahren die folgenden Schritte um-
fasst:
• Identifizieren mehrerer Instanzen von Strukturen in
einem Entwurf für einen Wafer, wobei die Strukturen
die gleichen oder im Wesentlichen die gleichen geo-
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metrischen Eigenschaften besitzen, wobei jede der in
den mehreren Instanzen beinhalteten Strukturen ei-
ne einzige zusammenhängende Struktur beinhaltet,
und wobei das Identifizieren unter Verwendung von
Entwurfsdaten für den Entwurf durchgeführt wird;
• Vergleichen der Ausgabe eines Inspektionssystems
für zwei oder mehr der auf dem Wafer ausgebildeten
mehreren Instanzen der einzigen zusammenhängen-
den Strukturen untereinander, wobei die zwei oder
mehr der mehreren Instanzen in dem gleichen Die auf
dem Wafer angeordnet sind; und
• Erfassen von Defekten auf dem Wafer basierend auf
Ergebnissen des Vergleichs.

19.   System, das für die Inspektion eines Wafers
geeignet ist, umfassend:
• ein Subsystem für die Inspektion, das für die Erzeu-
gung einer Ausgabe für einen Wafer ausgebildet ist;
und
• ein Computer-Subsystem ausgebildet zum
◯ Identifizieren mehrerer Instanzen von Strukturen in
einem Entwurf für einen Wafer, wobei die Strukturen
die gleichen oder im Wesentlichen die gleichen geo-
metrischen Eigenschaften besitzen, wobei jede der in
den mehreren Instanzen beinhalteten Strukturen ei-
ne einzige zusammenhängende Struktur beinhaltet,
und wobei das Identifizieren unter Verwendung von
Entwurfsdaten für den Entwurf durchführbar ist;
◯ Vergleichen der Ausgabe des Inspektionssubsys-
tems für zwei oder mehr der auf dem Wafer ausgebil-
deten mehreren Instanzen der einzigen zusammen-
hängenden Strukturen untereinander, wobei die zwei
oder mehr der mehreren Instanzen in dem gleichen
Die auf dem Wafer angeordnet sind; und
◯ Erfassen von Defekten auf dem Wafer basierend
auf Ergebnissen des Vergleichs.

20.  System nach Anspruch 19, wobei das Identifi-
zieren ferner ohne Berücksichtigung der Periodizität
der Strukturen durchgeführt wird.

21.  System nach Anspruch 19, wobei das Identi-
fizieren nicht unter Verwendung einer für einen Wa-
fer erzeugten Ausgabe des Inspektionssubsystems
durchgeführt wird.

22.  System nach Anspruch 19, wobei das Identi-
fizieren nicht auf Grundlage der Zellgröße des Ent-
wurfs durchgeführt wird.

23.  System nach Anspruch 19, wobei die mehreren
Instanzen im Entwurf mit keinerlei Periodizität auftre-
ten.

24.    System nach Anspruch 19, wobei jede der
mehreren Instanzen nur eine Struktur im Entwurf um-
fasst.

25.    System nach Anspruch 19, wobei jede der
mehreren Instanzen mehrere Strukturen im Entwurf
umfasst.

26.  System nach Anspruch 19, wobei das Identifi-
zieren das Identifizieren mehrerer Instanzen der glei-
chen Entwurfszelle im Entwurf unter Verwendung ei-
ner Hierarchie eines Entwurfslayouts für den Entwurf
umfasst.

27.    System nach Anspruch 19, wobei das Iden-
tifizieren das Durchsuchen der Entwurfsdaten nach
allen Instanzen eines bekannten Musters von Inter-
esse umfasst, unter Verwendung eines Polygon-Ver-
gleichsverfahrens der Strukturen, aus denen das be-
kannte Muster von Interesse und die Strukturen in
den Entwurfsdaten bestehen.

28.  System nach Anspruch 19, wobei das Identifi-
zieren das Ausführen einer Fourier-Analyse der Ent-
wurfsdaten umfasst.

29.  System nach Anspruch 19, wobei das Identifi-
zieren ferner unter Verwendung einer geplanten Ent-
wurfsschicht für die Entwurfsdaten durchgeführt wird.

30.  System nach Anspruch 19, wobei das Identifi-
zieren das Analysieren eines Entwurfslayouts für die
Entwurfsdaten auf einer polygonalen Ebene umfasst,
um die mehreren Instanzen der Strukturen zu identi-
fizieren.

31.  System nach Anspruch 19, wobei das Identifi-
zieren durch ein Identifizieren einer ersten Struktur in
den Entwurfsdaten durchgeführt wird, die in den meh-
reren Instanzen enthalten sein kann, und dann ein ite-
ratives Durchsuchen der Entwurfsdaten nach ande-
ren Strukturen durchgeführt wird, die auch in den ver-
schiedenen Instanzen mit der ersten Struktur enthal-
ten sein können.

32.  System nach Anspruch 19, wobei die mehreren
Instanzen mindestens drei Instanzen der Strukturen
umfassen.

33.  System nach Anspruch 19, wobei die mehreren
Instanzen alle Instanzen der Strukturen in den Ent-
wurfsdaten umfassen.

34.   System nach Anspruch 19, wobei das Com-
putersubsystem ferner dazu ausgebildet ist, vor dem
Vergleichen ein Interpolieren der mehreren Instan-
zen der Strukturen auf ein gemeinsames Pixelraster
durchzuführen.

35.  System nach Anspruch 19, wobei das Compu-
tersystem ferner dazu ausgebildet ist, während der
Inspektion und vor dem Vergleichen die Ausgabe für
die zwei oder mehr der mehreren Instanzen in ent-
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sprechenden Pixelströmen der Ausgabe auszurich-
ten.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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